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状と収率が異なることが明らかとなった(Figure 2)。NTA 銅錯体の N2H4還元では合成
時の pH, NTA濃度、N2H4濃度、温度を調整することで生成する銅粒子サイズの制御が








囲気下でリフロー焼成(180 ℃～260 ℃×30 min)して得られた導体
膜の断面をSEM観察することで評価した。市場から要求される導
体の比抵抗値(<20 μΩ･cm)を 200 ℃焼成でクリアでき、その焼結状
態は良好なものであった(Figure 3)。さらに銅ペースト処方を 
最適化することで180 ℃焼成でも比抵抗値が16 μΩ･cmが得られた。 
配線形成評価では、PENフィルム上へ銅ペーストをスクリーン印刷した後、リフロー焼成(N2雰囲気下、200 ℃×30 min)






















































＝ μ μ ｍ
Figure 3 銅ペーストの焼結温度特性 
(焼成条件)常圧･N2雰囲気 
Figure 4 銅ペーストの配線形成性 




Figure 2 錯化剤種の効果 
（合成条件）錯化剤：EDTA or NTA （EDTA/Cu：1.0、 
 NTA/Cu：2.0）、 [Cu2+]：0.27 M、 NaOH/Cu ：1.0、 
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Figure 3 銅ペーストの焼結温度特性 
(焼成条件)常圧･N2雰囲気 
Figure 4 銅ペーストの配線形成性 




Figure 2 錯化剤種の効果 
（合成条件）錯化剤：EDTA or NTA （EDTA/Cu：1.0、 
 NTA/Cu：2.0）、 [Cu2+]：0.27 M、 NaOH/Cu ：1.0、 
 N2H4/Cu：4.0、エージング：室温×1 h 
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Figure 5 銅粒子の生成時における経時変化 




















Figure 6 焼結特性の評価  
左図：TG-DTA(N2雰囲気)測定．右図：多目的Ｘ線回折装置(N2雰囲
気)による結晶子径の変化率測定 
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